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반도체 및 디스플레이 제조 공정이 고도로 발달함에 따라 최근의 공정에
서는 국소 영역별로 두께가 다른 미세 박막 패턴 형상에 대한 두께 측정이 
요구된다. 기존에 투명 박막의 두께 형상 측정에 널리 사용되는 이미징 분광 
반사계는 시스템 구성에 따라 강건성이 떨어져 양산 장비에 사용되지 못하거
나 파장 분해능이 낮아 측정 성능이 좋지 못한 한계가 있다. 이에 본 연구에
서는 회전형 필터 및 가변 조리개를 이용한 다중 반사도 중첩법을 제안하여 
강건성과 파장 분해능을 두루 갖춘 이미징 분광 반사계 시스템을 구성하는데 
그 목표가 있다. 
모의 실험을 통해 파장 분해능에 따른 측정 성능을 평가하여 기존의 이미
징 분광 반사계 시스템이 갖는 한계를 분석하고, 파장 분해능을 개선하기 위
한 목적으로 다중 반사도 중첩법을 제안하였다. 가변 조리개를 이용하여 서로 
다른 입사각을 갖도록 유도된 다중 반사도 신호를 중첩하는 방법으로 파장 
분해능을 개선시킬 수 있음을 보였다.  
다중 반사도 중첩법의 도입이 측정 성능에 미치는 영향을 평가하는 실험
을 수행하였다. 모의 실험을 통해 결정된 입사각을 유도하기 위한 가변 조리
개를 적절하게 설계하고 이를 이미징 분광 반사계에 적용하여 시스템을 구성
하였다. 다양한 시편에 대해 제안된 방법을 적용함으로써 파장 분해능이 개선
된 결과를 얻을 수 있었고 측정 성능이 수치적으로 향상되는 것을 바탕으로 
제안된 방법의 효용성을 확인하였다. 
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기호 설명  
 
R  Spectral reflectance 
incI  Intensity of incident light 
refI  Intensity of reflected light 
N  Refractive index (Complex number) 
n  Refraction coefficient 
k  Extinction coefficient 
totalr  Total reflection coefficient 
12r  Fresnel’s reflection coefficient 
(when light goes from material 1 to material 2) 
12t  Fresnel’s transmission coefficient 
(when light goes from material 1 to material 2) 
  Light wavelength 
1  Incident angle 
2  Refraction angle in film layer 
d  Film thickness 
  Phase change in film layer 
a  Real part of the total reflection coefficient 
b  Imaginary part of the total reflection coefficient 
G  Magnitude of the total reflection coefficient 
  Phase of the total reflection coefficient 
M  Maximum incident angle 
eff  Effective incident angle 





LCD Liquid Crystal Display 
OLED Organic Light Emitting Diode 
EML Emission Material Layer 
TFE Thin Film Encapsulation 
DWLI Dispersive White-Light Interferometry 
PDA Photo Detector Array 
CCD Charge-Coupled Device 
WSI Wavelength Scanning Interferometry 
ISR Imaging Spectroscopic Refletometry 
LED Light Emitting Diode 
CCD Charge-Coupled Device 
SNR Signal-to-Noise Ratio 
ADC Analog-Digital Converter 













1.1. 연구 배경 
 
최근 반도체 및 디스플레이 산업을 중심으로 제조 공정이 고도로 발달함
에 따라 고품질의 제품 생산을 위해 공정 안정성 및 수율 관리가 중요한 요
소가 되었다. 이를 위해 공정 개발과 더불어 안정적인 공정 관리가 가능한 높
은 수준의 정밀 계측 장비의 개발 또한 요구된다. 
반도체는 제품의 부피를 줄이면서 성능과 수명을 개선할 수 있는 3D 패키
징 기술에 관한 많은 연구가 진행중이다. 소자의 고집적화를 위해 제작되는 
대부분의 소자들은 투명한 절연 (Passivation) 박막 (Thin film) 을 금속 패턴 위
에 도포하고 이를 식각 (Etching) 하여 패턴의 형상을 제어하는 일련의 과정을 
반복적으로 수행하게 된다. 이때, 각 단계마다 제작되는 패턴의 형상을 제어
하는 것이 매우 중요하고, 이는 마이크로미터 (um) 이하 크기의 칩 제조에 있
어 핵심 요소이다. 디스플레이는 기존의 LCD (Liquid Crystal Display) 대비 성능 
및 활용도에 장점이 있는 OLED (Organic Light-Emitting Diode) 방식으로의 전환 
및 고해상도화가 진행 중이다. 디스플레이 디바이스의 우수한 품질 확보를 위
해서는 픽셀(Pixel) 내부 또는 전체 패널에 해당되는 면적에 대해 박막 패턴이 
균일한 두께로 형성되어야 하는데 EML (Emission Material Layer), TFE (Thin Film 
Encapsulation) 와 같은 요소의 불균일한 두께는 화소별 휘도, 색상 등 성능 차
이의 원인이 되고 소자의 수명 저하를 유발한다.   
이와 같이 반도체와 디스플레이 산업에서의 미세 구조는 수많은 다층 박
막으로 이루어지는데 이러한 미세 구조를 파악하기 위해서는 박막의 두께를 
측정하는 기술이 필수적이다. 앞서 언급된 제품군의 일반적인 형상 특징을 살
펴보면 품질 관리를 위해 요구되는 측정 단위가 얇게는 빛의 파장인 수백 나
노미터 (nm) 에서 두껍게는 수십 마이크로미터에 이르기까지 광범위하다. 기
존에 박막 두께를 측정하기 위해 사용되었던 대표적인 방법으로는 타원계 
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(Ellipsometer) 와 분광 반사계 (Spectroscopic reflectometer) 가 있는데 이들은 광
학 비접촉식 방법으로 측정 대상에 영향을 주지 않고, 측정 분해능 또한 우수
해 공정 관리 목적의 가장 적합한 수단으로 평가 받아 왔다. 하지만 최근의 
공정에서는 박막의 두께가 넓은 영역에 걸쳐 균일한 것이 아니라, 특정한 미
세 패턴 형상을 보이며 국소 영역별로 두께가 다른 경우가 많이 있는데 기존
의 측정 방법은 측정 가능한 최소 측정 영역의 크기가 크고 한 지점의 두께
만 측정 가능한 한계가 있어 미세 박막 패턴의 두께 형상을 측정하는데 어려
움이 있다. 이러한 이유들로 인해 최근에는 박막 패턴의 두께 형상 측정이 가
능한 이미징 분광 반사계 (Imaging spectroscopic reflectometer) 에 대한 연구가 
진행되고 있다. 특히 시스템 구성이 간단해 기존의 분광 반사계의 활용이 가
능하고 현미경 렌즈의 배율 조절을 통해 수백 혹은 수십 나노미터 영역의 미
세 박막 패턴의 두께 형상 측정이 가능한 장점이 있어 이미징 분광 반사계에 
























<그림 1. 3 OLED 디스플레이의 구조> 
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반도체 및 디스플레이 공정에서 박막의 두께를 측정하기 위해 사용하는 
여러 방법들 중 기계적인 방법, 현미경적인 방법 그리고 광학적 (optical) 인 
방법이 가장 일반적이다.  
기계적인 방법은 표면에 단차가 있는 박막의 두께 및 단차 형상을 측정하
는 장비로 탐침 (stylus) 이 박막 표면을 긁고 지나가면 형상의 변화로부터 발
생하는 압력을 감지하여 두께를 측정한다. 시료와 직접 접촉하므로 유기막은 
물론 금속 박막의 두께도 쉽게 측정 가능한 장점이 있지만 접촉에 의한 시료
의 파괴와 오염을 유발하고 단차의 두께만이 측정 가능하며 여러 층의 두께
를 한번에 측정할 수 없는 단점이 있다. 
현미경적인 방법은 단순히 일반 광학계를 이용해 육안으로 계측하는 방법
과 전자현미경 또는 원자현미경을 이용하여 초고배율의 이미지를 얻어 그 두
께를 측정하는 방법이 있다. 시료의 단면을 육안으로 확인할 수 있기 때문에 
널리 사용되고 있으나 시료를 절단하여 측정 해야 하므로 시료의 파괴 및 많
은 시간이 소요된다는 단점이 있다. 
광학적인 방법은 박막 표면에서의 반사광과 하부 계면에서의 반사광의 간
섭 현상 또는 빛의 위상차를 이용하여 박막의 두께를 측정하는 방법이다. 측
정 대상에 손상을 주지 않으면서 극히 얇은 막에서부터 두꺼운 막까지 빠른 
속도로 측정이 가능해 최근에는 두께 측정의 주류를 이루고 있는 추세이다. 
백색광 간섭계, 분광 반사계, 타원계 등이 광학적인 방법에 속하며 아래와 같







1.2.2. 백색광 간섭계 
 
간섭계는 빛의 광경로 차이에 의해서 보강, 상쇄 간섭이 발생하는 원리를 
이용하는 기술로 1966 년 P. Carre[1] 에 의해 제안되어 표면 형상 관찰을 위해 
사용되었다. <그림 1.4> 는 백색광 위상 천이 간섭계 시스템의 장치 구성을 
나타낸 것으로 다중 파장의 광원을 기준면과 측정면 각각에 조사한 후 미세 
구동기를 이용하여 기준면을 이동시키면서 여러 장의 이미지를 획득하고 이
로부터 영상 내 각 측정점에서 간섭신호의 형태와 높이와의 수학적 관계를 
해석하여 표면 형상을 얻게 된다. 다중 파장으로부터 얻어지는 짧은 가간섭 
거리에 의해 측정 범위에 제한이 없으면서도 위상 천이 기법을 적용하여 sub-
nm의 뛰어난 분해능을 갖는다. 초기에는 단차 측정 등 표면 형상 관찰을 위
해 개발되었으나 이후에는 백색광 위상 천이 간섭계를 이용하여 박막의 두께
를 측정하는 알고리즘도 개발되었다[2-15]. 1999년 S. W. Kim 은 푸리에 변환을 
이용하여 백색광 위상 천이 간섭계의 간섭 신호로부터 위상을 추출하고, 비선
형 피팅 알고리즘을 통해 추출된 위상의 비선형 성분을 피팅하는 방법으로 
박막의 두께를 측정한바 있다[16]. 또한 2017년 M. S. Kim 은 백색광 간섭 신
호에 zoom FFT 를 적용하여 파장 별 성분을 복원하고 크기와 위상 모두를 이
용하여 박막의 두께를 측정하였다[17]. 그러나 백색광 위상 천이 간섭계의 경
우 미세 구동기 이송 방향의 진동에 민감하기 때문에 수 많은 진동 요인이 
존재하는 양산 라인에 적용하기 위해서는 진동의 저감을 유도할 수 있는 고
가의 장치가 필수적으로 요구된다.  
분산형 백색광 간섭계 (Dispersive White-Light Interferometry, DWLI) 는 백색
광 간섭계의 또 다른 형태로 백색광 위상 천이 간섭계와 유사하지만, 광학계
를 기계적으로 이동시키지 않는 대신에 입사되는 빛을 분광하여 파장 별 신
호를 분석한다. 초기에는 절대 거리 측정을 위해서 개발되고 연구되었으나, 
이후에 박막의 두께 측정을 위한 연구도 시작되었다[18-25]. 기존의 연구에서
는 <그림 1.5> 와 같이 주로 백색광 광원에서 입사되는 빛을 그레이팅 
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(Grating) 을 이용하여 분광한 뒤, 각 파장의 빛을 센서 배열 (Photo Detector 
Array, PDA) 을 이용하여 획득하는 방식을 이용하였다. 최근에는 미세 박막 패
턴의 두께 형상을 측정하기 위하여 CCD (Charge-Coupled Device) 카메라를 디
텍터로 이용하고 광학계로 입사되는 빛을 분광하기 위하여 음향 광학 변조 
필터 등을 사용하는데, 파장을 순차적으로 변경하는 것을 가리켜 파장 주사 












































1.2.3. 분광 반사계 
 
분광 반사계 (Spectroscopic reflectometry) 는 광원이 시료의 표면에 수직으로 
입사될 때 박막의 두께에 따라 파장 별 반사도 (Spectral reflectance) 가 변하는 
현상을 이용하는 측정 기술이다. 박막 물질에 조사된 빛이 반사되었을 때의 
반사도는 물질의 굴절률 (Refractive index), 입사각 (Incident angle) 그리고 박막
의 두께에 의해서 결정되는데 분광기 (Spectrometer) 와 같은 센서를 이용하여 
파장 별 반사도를 획득한 뒤 이를 분석하여 물질의 두께와 굴절률을 계산해 
낼 수 있다. 시스템의 구성이 간단하면서도 측정 가능한 두께 범위가 넓고 측
정 모호성이 없으며 광학계의 구성에 따라 매우 좁은 영역에 대한 측정이 가
능하다는 것이 장점이다. <그림 1.6> 는 분광 반사계 장치를 간단하게 표시한 
것이다. 분광기의 내부는 그레이팅과 CCD 센서 배열로 이루어져 있어 파장 
별 광 강도를 측정할 수 있는 장치이다.  
분광 반사계 측정 기술이 제안된 이후 전술한 장점을 앞세워 박막의 두께
를 측정하기 위한 목적으로 활용되기 위해 광범위한 연구가 진행되었다[37-
46]. 분광 반사계 측정 기술의 핵심인 반사도 신호의 분석을 위한 방법으로 
피크 검출법 (Peak detection method), 비선형 피팅 방법 등이 제안되었으나 이
들은 각각 정밀도 및 연산 속도 측면에서 단점이 있었다. 최근에는 반사도 신
호의 분석에 있어 정밀도 및 연산 속도의 개선을 위하여 여러 방법들이 제안
되었는데 2013년 T. Y. Jo 는 웨이블릿 변환을 통한 위상 복원법을[43], 2015년 
K. R. Kim 은 위상 추출법을 이용하여 반사도 신호를 분석함으로써 뛰어난 정
밀도를 가지면서도 향상된 연산 속도를 가지는 방법임을 보여주었다[46].  
미세 박막 패턴의 두께 형상 측정을 위한 이미징 분광 반사계 (Imaging 
Spectroscopic Refletometry, ISR) 에 대한 연구는 주로 2000년대 이후에 이루어
졌는데[41-46], 이미징 분광 반사계에서는 광학계로 입사되는 빛의 파장을 순
차적으로 변경하기 위하여 음향 광학 변조 필터, 회전형 필터 등이 사용되며 































반사 또는 투과되는 빛의 편광 상태는 시료의 물성과 구조에 따라 미세하
게 변화하는데 타원계 (Ellipsometry) 는 빛의 편광 상태의 변화를 분석하여 박
막의 두께와 굴절률 등을 분석하는 측정 기술이다. 타원계는 측정 시편의 두
께와 굴절률 뿐만 아니라 물질의 조성이나 표면 거칠기 등을 측정하는 목적
으로도 사용할 수 있어 활용도가 높은 기술이다. 또한 빛의 파장 범위 이내에
서 회절 한계에 부딪히는 백색광 간섭계나 분광 반사계 등의 다른 광학 측정 
방법들과 비교할 때, 타원계에서는 위상 정보를 통해 얻어지는 높은 분해능을 
이용함으로써 수 옹스트롬(Å ) 두께에 해당하는 초박막의 두께 측정이나 다층
막의 두께를 측정하는 데에도 매우 뛰어난 성능을 가지고 있다.  
타원계에 대한 연구는 1950년대부터 시작되어 매우 오래된 역사를 가지고 
있다. 구성되는 하드웨어를 기준으로 그 분류도 매우 다양하여 광원의 종류에 
따라 단색광 타원계 (Monochromatic ellipsometer), 분광 타원계 (Spectroscopic 
ellipsometer) 등으로 구분 될 수 있고, 분광 타원계 내에서도 사용하는 파장에 
따라 가시광 (Visible) 영역 타원계, 자외선 (Ultraviolet) 영역 타원계, 적외선
(Infrared) 영역 타원계 등이 있다. 편광 상태를 측정하는 방식에 따라 RPE 
(Rotating Polarizer Ellipsometer), RAE (Rotating Analyzer Ellipsometer), PME (Phase 
Modulated Ellipsometer) 등으로 나뉘기도 한다. 타원계는 다양한 형태와 분류만
큼이나 많은 연구가 이루어져 왔다[47-49].  
타원계 역시 최근에는 미세 박막 패턴의 두께 형상을 측정하고자 하는 요
구가 증가하고 있는데, 박막의 두께 형상을 측정하기 위한 이미징 타원계 
(Imaging ellipsometer) 에 대한 연구는 1990년대에 시작되어 2000년대 이후부터 
활발히 진행되었다[50-53]. <그림 1.7> 은 이미징 타원계의 장치 구성이다. 그
러나 타원계는 빛의 편광 상태의 변화를 민감하게 분석해야 하기 때문에 하
드웨어를 구성하기 위한 광학 부품의 구성이 까다로운 편이고, CCD 카메라를 
디텍터로 사용하기에는 기존의 타원계에 비해 감도가 많이 떨어져 데이터의 
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신뢰도가 낮다. 또한 타원계의 경우 그 종류에 관계없이 데이터 분석이 복잡
하며 숙련된 기술이 요구되므로 자동화하기가 쉽지 않아 반도체나 디스플레













1.3. 연구 내용 
 
본 연구에서는 투명 박막의 두께 형상을 안정적으로 측정하기 위한 목적
으로 이미징 분광 반사계의 성능 개선 방안을 제안하였다. 이미징 분광 반사
계에서는 광학계로 입사되는 빛의 파장을 순차적으로 변경하기 위하여 음향 
광학 변조 필터, 회전형 필터와 같은 광원 필터링 시스템이 사용되는데 기존
에 광원 필터링 시스템으로 제안된 방법들은 해당 방법들이 사용되는 결과로 
이미징 분광 반사계의 강건성과 파장 분해능이 상충하는 특성이 있었다. 이러
한 문제를 해결하기 위하여 회전형 필터 및 가변 조리개를 이용하여 강건성
과 파장 분해능을 두루 갖춘 시스템을 구성 가능하도록 해결 방안을 제시하
였다. 
이미징 분광 반사계를 모사 가능한 모의 실험을 수행하여 시스템 구성에 
따른 측정 성능을 평가하고 기존의 이미징 분광 반사계가 갖는 한계를 분석
하였다. 이미징 분광 반사계의 파장 분해능에 따라 반복 측정을 진행했을 경
우의 반복도 경향 및 측정 가능한 시편의 두께 범위를 관찰하였다. 
파장 분해능을 개선하기 위한 목적으로 서로 다른 입사각을 갖는 경우 얻
어지는 다중 반사도 신호를 중첩하는 다중 반사도 중첩법을 제안하였다. 입사
각 별 위상 차를 이용하여 파장 축 오프셋 (Offset) 을 구하고 이를 반사도 신
호에 적용시켜 다중 반사도 신호가 중첩 가능한 것을 보였다. 서로 다른 입사
각을 유도하기 위한 방법으로 가변 조리개가 사용되었으며 조리개의 기하학
적 구조와 파장 축 오프셋 간의 관계를 분석하였다. 
제안된 방법이 측정 성능에 미치는 영향을 평가하는 실험을 수행하였다. 
모의 실험을 통해 결정된 입사각을 유도하기 위한 가변 조리개를 적절하게 
설계하고 이를 이미징 분광 반사계에 적용하여 시스템을 구성하였다. 다양한 
시편에 대해 제안된 방법을 적용함으로써 파장 분해능이 개선된 결과를 얻을 
수 있었고 측정 성능이 수치적으로 향상되는 것을 바탕으로 제안된 방법의 
효용성을 확인할 수 있었다. 
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2. 배경 이론 
 




분광 반사계에서는 투명 박막의 두께와 굴절률을 측정하기 위하여 파장 
별 반사도를 분석한다. 파장 별 반사도는 박막의 두께와 굴절률의 함수로, 물
질의 굴절률을 정확하게 알고 있는 경우 파장 별 반사도를 이론적으로 계산
해 낼 수 있다. 본 절에서는 반사도를 계산하기 위한 이론적인 배경과 수학적 
모델을 소개한다.  
박막 층으로 입사된 빛은 박막 내부에서 <그림 2.1> 과 같이 다중 반사를 
일으킨다. 이러한 다중 반사는 빛이 박막을 통과하는 거리에 따라 위상 변화
를 유발하고 서로 다른 위상을 가지는 여러 빛이 중첩되어 보강, 상쇄 간섭이 
발생한다. 보강, 상쇄 간섭은 빛의 파장에 따라 다르게 발생하기 때문에 파장
별 반사도를 관찰할 경우 보강과 상쇄가 반복적으로 발생하는 형태를 확인할 
수 있다. 이러한 다중 반사는 공기층과 박막층의 경계 (Interface) 에서 빛의 
일부는 투과되고 일부는 반사되기 때문에 발생한다. 따라서 파장 별 반사도 
신호를 계산하기 위해서는 서로 다른 광학적 특성을 갖는 매질 (Media) 의 경































2.1.2. 스넬의 법칙 
 
스넬의 법칙 (Snell’s law) 또는 굴절의 법칙 (Law of refractive) 은 빛이 서로 
다른 광학적 특성을 갖는 매질의 경계를 지날 때 입사각과 굴절각의 관계를 
설명한다. 스넬의 법칙에 의하면 입사각과 굴절각에 사인 (Sine)을 취한 값의 
비는 각 매질이 갖는 굴절률의 비와 같으며, 또한 각 매질에서의 위상 속도 
(Phase velocity) 의 비와도 같다. 따라서 식 (2.1) 과 같이 표현될 수 있으며 여
기서 1  은 <그림 2.2> 에서의 입사각, 2  는 굴절각이며 1N  과 2N  는 각 
매질에서의 복소 굴절률이다. 복소 굴절률은 식 (2.2) 와 같이 실수부로 굴절 
계수 n  을, 허수부로 소광 계수 k  를 가지는 복소수로 표현되며 물질의 광
학적인 특성을 나타내는 수치이다. 소광 계수는 빛이 매질을 지나는 동안 매
질에 흡수되는 정도를 나타내는 값이다. 
 
 
                   
2211 sinsin  NN                    (2.1) 
 









2.1.3. 프레넬 방정식 
 
프레넬 방정식 (Fresnel’s equations) 은 빛이 서로 다른 광학적 특성을 갖는 
매질의 경계를 지날 때 빛의 반사계수와 투과계수를 정의한다. 이때 매질은 
균일 (Homogeneous) 한 평면이어야 하며, 빛은 평면파 (Plane wave) 라고 가정
한다. <그림 2.2> 에서와 같이 빛이 매질을 지날 때 일부는 굴절되고 일부는 
반사되는데, 프레넬은 반사의 법칙 (Law of reflection), 스넬의 법칙과 맥스웰 
방정식 (Maxwell’s equations) 을 이용하여 그 특성을 수식으로 정립하였다. 프
레넬 반사 계수 (Fresnel’s reflection coefficients) 는 입사된 전자기파에 대한 반
사된 전자기파와 굴절된 전자기파의 진폭의 비를 각각 P 파와 S 파로 나누어 
정의한 수식이다. 프레넬 반사 계수와 투과 계수는 식 (2.3 a) - (2.3 d) 와 같이 
표현된다. r  은 반사된 전자기파의 비율을, t  는 굴절된 전자기파의 비율을 
의미한다. 위 첨자 ' p ' 와 ' s ' 는 <그림 2.3> 과 같이 각각 입사면 (Incident 
plane) 과 평행한 방향으로 편광 (Polarized) 된 전자기파와 입사면과 수직한 
방향으로 편광된 전자기파를 의미한다. 아래 첨자 '12' 는 빛이 매질 1 에서 
















































































2.1.4. 파장 별 반사도의 모델링 
 
박막의 두께, 빛의 입사각과 물질의 복소 굴절률에 대한 정보가 있는 경우 
프레넬 반사계수를 이용하여 빛의 다중 반사 현상을 표현하는 방법으로 박막
의 파장 별 반사도를 모델링할 수 있다. <그림 2.1> 에서와 같이 박막 층으로 
입사된 빛은 박막 내부에서 겪게 되는 다중 반사의 횟수에 따라 여러 성분으
로 구성되는데 각각의 성분에 대한 전자기파 1e  의 크기 및 위상의 변화를 
계산할 수 있다. 식 (2.4 a) - (2.4 d) 는 다중 반사의 횟수에 따른 전자기파를 표
현한 것이며 P 파와 S 파는 동일한 수식 형태를 가지므로 위 첨자를 생략하
여 표시하였다. 식 (2.4) 에서   는 전자기파가 두께 d  를 갖는 박막 내부를 
종단하는 동안 겪게 되는 위상 변화로, 식 (2.5) 와 같다. 
 
 
Reflection at Air-Film Interface: 
121 re                     (2.4a) 
1 Reflection in the Film Layer:  )2exp(2123122 itrte      (2.4b) 
2 Reflections in the Film Layer: )4exp(2121
2
23123 itrrte      (2.4c) 

























총 반사 계수 (Total reflection coefficient) 는 식 (2.4) 의 박막 층으로 입사된 
빛을 구성하는 여러 성분의 다중 반사 전자기파를 합한 결과이며 최종적으로 















     (2.6) 
 
 
식 (2.7) 은 반사도와 총 반사 계수 간의 관계를 나타낸다. 총 반사 계수는 
입사된 빛의 전자기파에 대한 반사된 빛의 전자기파의 비이고, 반사도는 입사
된 빛의 강도 (Intensity) 에 대한 반사된 빛의 강도의 비이다. 이때 빛의 강도
는 전자기파의 크기에 비례하므로, 반사도는 총 반사 계수의 제곱과 같다. <그
림 2.4> 는 파장 별 반사도를 모델링한 예로, Si 기판 (Substrate) 상 두께 


























































전술된 바와 같이 분광 반사계에서는 구성된 시스템을 이용하여 얻어진 
파장 별 반사도 신호를 분석하여 투명 박막의 두께를 측정한다. 반사도 신호
를 분석하기 위한 방법들은 모델링 기반의 분석법과 반사도 신호 자체를 분
석하는 두 종류로 분류될 수 있다. 먼저 모델링 기반의 분석법은 구성된 시스
템을 이용하여 얻어진 실제 반사도 신호와 모델링된 반사도 신호의 비교를 
통해 결과 두께를 산출하며, 비선형 피팅법을 이용한 두께 측정 방법과 웨이
블릿 변환 위상 복원법을 이용한 두께 측정 방법이 이에 해당한다. 반면 반사
도 신호 자체를 분석하는 방법은 직접적으로 결과 두께를 산출하는 방식으로, 
피크 검출법을 이용한 두께 측정 방법과 위상 추출법을 이용한 두께 측정 방
법이 이에 해당한다. 본 절에서는 투명 박막의 두께를 결정하는 과정에서 파
장 별 반사도 신호를 분석하기 위해 사용되는 다음의 방법들에 대해 살펴보
고자 한다.  
 
 
① 비선형 피팅법을 이용한 두께 측정 방법 
② 피크 검출법을 이용한 두께 측정 방법 
③ 웨이블릿 변환 위상 복원법을 이용한 두께 측정 방법 






2.2.2. 비선형 피팅법을 이용한 두께 측정 방법 
 
비선형 피팅법 (Nonlinear fitting method) 을 이용한 박막 두께 측정 방법에
서는 두 종류의 반사도 신호를 비교, 분석하여 결과 두께를 얻는데 이들은 각
각 구성된 시스템을 이용하여 측정된 실제 반사도 신호와 수학적 표현을 이
용하여 모델링된 반사도 신호에 해당된다. <그림 2.5> 는 비선형 피팅법을 이
용한 박막 두께 측정을 도식적으로 표현한 것이다. 앞서 박막의 두께, 빛의 
입사각과 물질의 복소 굴절률에 대한 정보가 있는 경우 빛의 다중 반사 현상
을 고려하여 박막의 파장 별 반사도를 모델링 할 수 있음을 살펴보았다. 설정
된 범위의 두께에 대한 파장 별 반사도 신호를 모델링하고 모델링된 반사도 
신호 각각은 구성된 시스템을 이용하여 측정된 실제 반사도 신호와 비교를 
거쳐 두 반사도 신호가 가장 높은 일치도를 보이는 경우의 두께를 결과값으
로 산출하는 과정을 거친다. 여러 종류의 비선형 피팅 알고리즘이 연구된 바 
있으나, Levenberg-Marquardt 알고리즘이 비선형 피팅법을 이용한 두께 측정 방
법에 가장 많이 적용된다[57].  
박막의 두께와 물질의 굴절률을 동시에 측정할 수 있고 정확도가 뛰어난 
장점을 앞세워 분광 반사계에서 가장 널리 사용되지만 반복적인 연산으로 인
해 결과값을 산출하는데 시간이 오래 걸리고 두께 범위의 설정이 적절하지 





























































2.2.3. 피크 검출법을 이용한 박막 두께 측정 방법 
 
비선형 피팅법을 이용한 박막 두께 측정 방법은 반복적인 연산으로 인해 
결과값을 산출하는데 시간이 오래 걸리는 단점이 있는데 이러한 경우 다수의 
측정 지점에 대한 박막 두께 분석에는 무리가 있다. 피크 검출법 (Peak 
detection method) 을 이용한 박막 두께 측정 방법은 2002년 D. S. Kim 에 의해 
제안된 방법으로 비선형 피팅법을 이용한 박막 두께 측정 방법과 달리 두께 
산출 과정에서 간단한 연산만을 거치기 때문에 연산 속도가 매우 빨라 다수
의 측정 지점에 반복적으로 적용하기에 적합하다[41].  
일반적으로 파장 별 반사도 신호는 <그림 2.7> 과 같이 최고점과 최저점이 
반복적으로 나타나는 형태를 가진다. 피크 검출법을 이용한 박막 두께 측정 
방법에서는 파장 별 반사도 신호의 가장 낮은 파장 영역에서 나타나는 최고
점과 가장 높은 파장 영역에서 나타나는 최고점을 검출한 뒤, 해당 지점의 파
수 (Wavenumber) 1k , 2k  와 이에 상응하는 박막의 굴절률 )( 1kn , )( 2kn  를 
이용하여 식 (2.8) 과 같이 박막의 두께를 계산할 수 있다.  
피크 검출법을 이용한 박막 두께 측정 방법 다른 박막 두께 측정 방법에 
비해 연산 속도가 빠른 장점이 있으나, 정확도가 떨어지고 반사도 신호의 최
고점과 최저점이 검출되지 않는 비교적 얇은 두께를 가지는 박막에는 적용이 
불가능하다는 한계점이 있다. 
 
 






















<그림 2. 7 피크 검출법을 이용한 박막 두께 측정 (D. Kim, 2002)> 
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2.2.4. 웨이블릿 변환 위상 복원법을 이용한 박막 두께 측정 방법 
 
웨이블릿 변환 (Wavelet transform) 위상 복원법을 이용한 박막 두께 측정 
방법 역시 마찬가지로 박막의 두께를 결정하기 위해 파장 별 반사도 신호를 
분석하는 과정에서 소요되는 연산 시간을 단축시키기 위한 목적으로 2013년 
T. Y. Jo 에 의해 제안되었다. [43].  
<그림 2.8> 은 Si 기판 상 50 nm 에서 1000 nm 사이의 두께를 갖는 SiO2 
박막이 형성되어 있는 경우 총 반사계수의 위상을 표현한 것이다. 각 두께에
서 얻어진 위상은 각각 서로 다른 초기값과 기울기를 가지므로, 이를 통해 반
사도 신호의 위상이 갖는 초기값과 기울기에 대한 정보를 알고 있다면 유일
한 값의 박막 두께가 결정될 수 있음을 알 수 있다. 따라서 웨이블릿 변환 위
상 복원법을 이용한 박막 두께 측정 방법에서는 구성된 시스템을 이용하여 
얻어진 반사도 신호를 대상으로 웨이블릿 변환을 적용하여 위상을 복원하고, 
복원된 위상과 이론적으로 모델링된 위상과의 유사도를 비교하여 결과 두께
값을 산출한다. 
웨이블릿 변환 위상 복원법을 이용한 박막 두께 측정 방법은 비선형 피팅
법을 이용한 두께 측정 방법과 비교해 유사한 수준의 측정 정확도를 유지하
면서도 측정 속도를 개선시켰다. 그러나 반사도 모델링과 웨이블릿 변환을 이
용한 위상 복원을 반복적으로 수행해야 하기 때문에 연산량이 적지 않은 편
이고, 결과적으로 비선형 피팅법에 비해서는 매우 빠르지만 피크 검출법에 비











































2.2.5. 위상 추출법을 이용한 두께 측정 방법 
 
비선형 피팅법을 이용한 두께 측정 방법과 같은 모델링 기반의 박막 두께 
분석법이 연산 속도를 향상시키는 것에 한계가 있었던 것은 반사도가 비선형
적인 특성을 갖고 있어 불가피하게 반사도 신호의 모델링과 비교 연산을 반
복적으로 수행하는 과정을 거쳐야 했기 때문이다. 이러한 문제점을 해결하기 
위해 2015년 K. R. Kim 은 새로운 반사도 신호 해석 방법으로 위상 추출법 
(Phase extraction method) 을 이용한 두께 측정 방법을 제안하였다[46]. 
위상 추출법을 이용한 두께 측정 방법에서는 비선형적인 특성을 갖는 반
사도 신호의 수학적 표현으로부터 위상을 추출함으로써 선형적인 수식으로 
변환하였고, 결과적으로 기존의 방법들과는 달리 선형 시스템의 해를 통해 두
께 값을 직접적으로 계산하는 것이 가능해졌다. <그림 2.9> 는 위상 추출법을 
이용한 두께 측정 방법의 전체적인 순서도를 나타낸다. 구성된 시스템을 이용
하여 얻어진 반사도 신호로부터 위상을 추출하고 추출된 위상으로부터 선형





































앞 절에서는 투명 박막의 두께를 결정하는 과정에서 파장 별 반사도 신호
를 분석하기 위해 사용되는 방법들에 대해 살펴보았다. 살펴본 바와 같이 반
사도 신호를 분석하는 방법에는 여러 종류가 있고 사용 환경 및 사용 목적에 
따라 적합한 방법을 선택하여 적용 가능할 것이다. 하지만 박막의 두께를 결
정하는 과정에서 반사도 신호의 분석에 사용되는 방법에 관계없이 실제 파장 
별 반사도 신호를 획득하는 방법은 동일하게 사용된다. 본 절에서는 실제 파
장 별 반사도 신호를 얻기 위해 필요한 시스템의 구성 및 신호를 얻는 방법
에 대해 살펴보도록 한다. 분광 반사계와 이미징 분광 반사계 두 종류의 시스
템으로 분류하여 살펴볼 예정이며 먼저 분광 반사계는 전통적으로 사용되는 
시스템으로 디텍터로는 스펙트로미터가 사용된다. 반면 이미징 분광 반사계는 
미세 박막 패턴의 두께 형상을 측정하기 위한 목적으로 주로 2000년대 이후 
에 활발한 연구가 진행되었으며 디텍터로는 CCD 카메라가 사용된다. 
 
 
① 분광 반사계 










2.3.2. 분광 반사계 
 
<그림 2.10> 은 분광 반사계 시스템 구성을 나타내며 광원, 대물렌즈, 스펙
트로미터 그리고 CCD 카메라로 구성된다. 분광 반사계에서는 활용 가능한 데
이터의 범위를 확장하기 위한 목적으로 주로 가시광 범위의 파장을 갖는 백
색광을 광원으로 사용한다. 광원으로부터 출발한 빛은 각종 광학 장치들을 통
과하여 측정 시편에 반사된 이후 스펙트로미터로 입사된다. 스펙트로미터는 
디텍터의 역할을 수행하며 여기서 CCD 카메라는 디텍터의 역할이 아닌 시편 
상 정확한 측정 위치를 찾기 위한 용도 및 초점을 맞추기 위한 용도로 사용
된다. <그림 2.11> 은 스펙트로미터의 내부 구조 및 파장 별 반사도 신호를 획
득하는 과정을 보여준다. 스펙트로미터 내부로 입사된 백색광은 그레이팅을 
통과하면서 각각의 파장 별 성분으로 나누어지고 그레이팅과 적절하게 배치
된 1차원 배열 CCD 에 의해 파장 별 빛의 강도를 측정하게 된다. 결과로 파
장 별 반사도 신호의 획득이 이루어지고 획득된 반사도 신호를 분석하여 두
께 결과값을 산출하게 된다. 디텍터로 사용되는 스펙트로미터에 의해 파장 분
해능이 뛰어나고 노이즈가 적어 안정적인 데이터가 얻어지지만 한 번 측정의 
결과로 한 점에 대한 두께 획득만이 가능하고 측정 가능한 최소 영역의 크기














<그림 2. 10 분광 반사계 시스템 구성> 
 
 
<그림 2. 11 스펙트로미터 내부 구조 및 반사도 신호 획득> 
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2.3.3. 이미징 분광 반사계 
 
<그림 2.12> 는 이미징 분광 반사계 시스템 구성을 나타내며 광원, 광원 
필터링 시스템, 대물렌즈 그리고 디텍터의 역할을 하는 CCD 카메라로 구성된
다. 이미징 분광 반사계에서도 가시광 범위의 파장을 갖는 백색광을 광원으로 
사용하지만 광원이 광학계로 입사되기 전 광원 필터링 시스템을 통과하면서 
좁은 밴드폭을 갖는 준 단파장 광원으로 필터링된다. 이와 같이 광원 필터링 
시스템은 광학계로 입사되는 빛의 파장을 시간에 따라 순차적으로 변경하는 
파장 주사의 역할을 수행한다. 파장 주사가 진행되는 동안 <그림 2.13> 과 같
이 2차원 CCD 배열을 갖는 카메라를 이용하여 각 중심 파장에서의 이미지를 
얻고, 결과로 여러 파장에서 획득된 다수의 이미지가 축적된다. 이때 축적된 
전체 이미지에서 동일한 위치의 CCD 픽셀에서 얻어진 데이터를 연속적으로 
결합하면 해당 픽셀에서의 파장 별 반사도 신호가 획득되며 반사도 신호의 
분석을 통해 두께 결과값을 얻을 수 있다. CCD 카메라는 2차원 배열을 가지
므로 전체 CCD 픽셀에 대한 파장 별 반사도 신호가 얻어지고 반사도 분석으
로부터 얻어지는 두께값을 2차원 평면 상에 이어붙이면 한 번 측정의 결과로 
면적에 대한 두께 형상의 획득이 가능하다. 최근에는 측정 대상 시편이 전체
적으로 균일한 두께를 갖지 않고 국소 영역에서 미세 패턴의 형상을 보이고 
있어 이러한 경우에는 이미징 분광 반사계를 이용하여 미세 패턴의 박막 두

















<그림 2. 13 이미징 분광 반사계에서의 반사도 신호 획득> 
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미세 패턴의 박막 두께 형상 측정을 목적으로 하는 이미징 분광 반사계 
시스템에서는 광학계로 입사되는 빛의 파장을 시간에 따라 순차적으로 변경
하기 위해 광원 필터링 시스템을 사용한다. 본 장에서는 이미징 분광 반사계
에서 널리 사용되는 두 종류의 광원 필터링 시스템에 대해 살펴보도록 한다. 
압전 소자의 구동을 이용하여 백색광 광원을 필터링 하는 음향 광학 변조 필
터와 밴드 패스 필터의 물리적 구동을 통해 광원을 필터링 하는 회전형 필터
가 있다. 또한 회전형 필터가 적용된 이미징 분광 반사계에서는 파장 분해능
이 떨어지는 단점이 있는데 파장 분해능이 떨어지는 경우 이미징 분광 반사
계의 측정 성능에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 
 
 
① 음향 광학 변조 필터 













3.2. 음향 광학 변조 필터 
 
<그림 3.1> 는 음향 광학 변조 필터의 구조를 나타낸다. 음파 발생체, 음파 
흡수체 그리고 TeO2 결정으로 구성되는 구동부와 구동부를 제어하는 컨트롤
러가 있다. 음향 광학 변조 필터의 구동 원리는 다음과 같다. TeO2 결정에 붙
어 있는 압전 소자가 일정한 주파수의 RF (Radio Frequency) 신호에 의하여 구
동되면 TeO2 결정에 음파 (Sound wave) 가 발생하게 되고, 그에 따라 결정의 
굴절률이 변화하게 된다. 이때 TeO2 결정에 빛이 입사될 경우 TeO2 결정의 굴
절률 변화에 의하여 회절이 발생하게 되고, 상호간의 광 간섭 현상으로 인해 
특정 파장의 성분만 필터링 되어 TeO2 결정을 빠져 나오는 효과로 이어진다. 
음향 광학 변조 필터는 RF 신호의 입력 주파수에 따라 연속적인 파장 주사가 
가능해 약 1 nm 수준의 뛰어난 파장 분해능을 갖지만 강건성이 떨어지고 광
원이 음향 광학 변조 필터를 통과한 이후 광량이 낮아지는 단점이 있어 양산 







































3.3. 회전형 필터 
 
<그림 3.2> 는 회전형 필터의 구조를 나타낸다. 회전형 필터는 회전 가능
하도록 구성된 원판에 다수의 밴드 패스 필터를 설치하고 이를 광원으로부터 
나온 빛이 지나가는 광경로에 위치시킨다. 빛은 밴드 패스 필터를 통과한 이
후 좁은 밴드폭을 갖는 준 단파장 광원으로 필터링 되는데 이때 원판을 회전
시키면 빛이 밴드 패스 필터를 순차적으로 통과하게 되어 시간에 따라 파장
을 주사하는 효과를 얻게 된다. 회전형 필터는 구조가 단순해 강건성이 뛰어
난 장점이 있지만 파장 분해능이 떨어지는 단점이 있다. 가시광 범위의 파장
을 갖는 백색광을 광원으로 사용하는 이미징 분광 반사계에서 회전형 필터를 
이용하여 음향 광학 변조 필터와 동등한 수준의 파장 분해능을 구현하기 위
해서는 수백 개의 밴드 패스 필터를 원판에 설치해야 하는데 이는 현실적으
로 불가능하다. 하지만 회전형 필터는 강건성이 뛰어난 장점을 앞세워 양산 
장비에서 널리 사용되고 있으며 본 연구에서도 회전형 필터를 기반으로 한 







































이미징 분광 반사계에서는 광학계로 입사되는 빛의 파장을 순차적으로 변
경하기 위하여 음향 광학 변조 필터, 회전형 필터와 같은 광원 필터링 시스템
이 사용되는데 기존에 광원 필터링 시스템으로 제안된 방법들은 해당 방법들
이 사용되는 결과로 이미징 분광 반사계의 강건성과 파장 분해능이 상충하는 
특성이 있다. 본 연구는 양산 장비에서 널리 사용되고 있는 회전형 필터를 기
반으로 강건성과 파장 분해능을 두루 갖춘 시스템을 구성하는 것을 목표로 
하는데, 전술한 바와 같이 회전형 필터가 적용된 이미징 분광 반사계에서는 
설치되는 밴드 패스 필터의 수가 많아질수록 파장 분해능이 좋아지지만 공간
적, 비용적 제약에 의해 확보 가능한 파장 분해능에는 한계가 있다.  
<그림 3.3>, <그림 3.4> 는 파장 별 반사도 신호를 모델링한 예로, Si 기판 
상 두께 1000 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 경우 400 - 700 nm 파장 범위에서
의 반사도 신호를 나타낸다. 반사도 신호를 모델링 하는 과정에서 <그림 3.3> 
은 1 nm 의 파장 분해능을, <그림 3.4> 는 10 nm 의 파장 분해능을 갖는 조건
이 적용되었는데 그림에서와 같이 10 nm 의 파장 분해능을 갖는 경우 1 nm 
의 파장 분해능을 갖는 경우에 비해 파장 분해능이 떨어지므로 촘촘하지 못
한 반사도 신호가 얻어진 것을 알 수 있다. 본 절에서는 해결 방안의 제시에 
앞서 <그림 3.4> 와 같이 파장 분해능이 떨어지는 경우 이미징 분광 반사계
의 측정 성능에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.  
 
 















































3.4.2. 측정 가능한 박막 두께 범위 
 
<그림 3.5>, <그림 3.6>, <그림 3.7> 은 파장 별 반사도 신호를 모델링한 예
로, 각각 Si 기판 상 두께 500 nm, 1500 nm, 2500 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 
경우 400 - 700 nm 파장 범위에서의 반사도 신호를 나타낸다. 그림에서와 같이 
박막의 두께가 두꺼워질수록 반사도 신호의 최고 (Peak), 최저 (Valley) 점이 
많아져 반사도 신호는 고주파의 형상을 보이는 것을 알 수 있다.  
<그림 3.8>, <그림 3.9>, <그림 3.10> 은 Si 기판 상 2500 nm 두께의 SiO2 박
막이 형성되어 있는 경우 모델링된 파장 별 반사도 신호이며 각각 2.5 nm, 5 
nm, 10 nm 의 파장 분해능을 갖는다. 비교적 두꺼운 박막의 두께로 인해 반사
도 신호는 고주파의 형상을 띄는데 <그림 3.8> 과 같이 파장 분해능이 높은 
경우에는 반사도 신호가 문제 없이 모델링 되지만 파장 분해능이 점차 낮아
져  <그림 3.10> 의 경우에는 샘플링 (Sampling) 이 부족해 반사도 신호가 정
확하게 모델링 되지 못하고 왜곡이 발생한 것을 알 수 있다. 박막 두께 측정 
방법 중 가장 널리 사용되는 비선형 피팅법에서는 구성된 시스템을 통해 측
정된 실제 반사도 신호와 수학적 표현을 이용하여 모델링된 반사도 신호를 
비교 분석하여 결과 두께를 얻는데 <그림 3.11> 과 같이 파장 분해능이 낮을 
경우 실제 얻어지는 반사도 신호에 왜곡이 발생해 모델링된 반사도 신호와 




























































































































































































반복도는 동일한 방법으로 동일한 측정 대상을 동일한 환경에서 비교적 
짧은 시간에 반복하여 측정한 경우, 각각의 측정 결과가 일치하는 정도를 나
타내는 수치이다. 계측 장비의 성능 평가에서 반복도는 매우 중요한 항목인데 
본 절에서는 파장 분해능이 반복도에 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 
 <그림 3.12> 는 이미징 분광 반사계에서 디텍터로 사용되는 CCD 카메라
의 내부 구조이며 2차원 배열의 센서와 ADC (Analog-Digital Converter), 저장 
장치 등으로 구성된다. 이때 센서의 SNR (Signal-to-Noise Ratio) 이 낮거나 
ADC 의 해상도가 충분하지 않은 경우 CCD 카메라를 통해 얻어진 신호의 형
상을 비정형적으로 변형시키는 노이즈가 발생한다. 특히, 대부분의 이미징 분
광 반사계의 경우 8 - 12 비트 사이의 ADC 를 사용하므로 이러한 노이즈가 
비교적 크며 결과로 파장 별 반사도 신호의 형상을 왜곡시키게 된다.  
<그림 3.13> 은 Si 기판 상 두께 1000 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 시편
을 실제 측정하여 얻어지는 450 - 700 nm 파장 범위에서의 파장 별 반사도 신
호이다. 동일한 측정 지점을 동일한 환경에서 10회 반복 측정한 경우 얻어지
는 반사도 신호를 중첩시킨 결과이며 이상적인 경우에 가까울수록 모든 반사
도 신호는 동일한 형상을 가져야 하지만 CCD 카메라로부터 발생하는 노이즈
의 영향으로 측정 순서에 따른 반사도 신호의 형상에 차이가 있음을 알 수 
있다. 또한 반사도 신호의 형상에 차이가 있는 경우 결과적으로 얻어지는 두
께 값도 달라지기 때문에 반복 측정시의 반복도가 나빠지는 원인이 된다. 
노이즈에 의해 파장 별 반사도 신호의 형상에 왜곡이 생긴 경우 파장 분
해능이 반복도에 미치는 영향을 모의 실험을 통해 살펴보도록 한다. 비선형 
피팅법을 이용한 박막 두께 측정 방법에서는 구성된 시스템을 이용하여 측정
된 실제 반사도 신호와 수학적 표현을 이용하여 모델링된 반사도 신호를 비
교, 분석하여 결과 두께를 얻게 된다. 노이즈에 의해 반사도 신호가 왜곡되는 
현상을 반영하기 위해 <그림 3. 14> 와 같이 모델링된 반사도 신호에 노이즈
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를 추가하고, 노이즈가 추가된 신호를 실제 반사도 신호로 가정하여 비선형 
피팅법을 통해 두께 결과값을 얻는 과정을 20회 반복한다. 이때 모델링된 반
사도 신호의 파장 분해능이 1 nm, 3 nm, 5 nm, 10 nm 인 각각의 경우에 대해 반
복 연산을 거쳐 최종적으로는 파장 분해능에 따른 반복도 경향을 비교하고자 
한다. 
<표 3.1> 과 <표 3.2> 는 파장 분해능이 반복 측정 반복도에 미치는 영향
을 살펴보기 위해 두께 100 nm 의 시편과 두께 1000 nm 의 시편에 대해 진행
된 모의 실험 결과이다. 측정 시편의 두께에 관계없이 파장 분해능이 낮아질

























































<표 3. 1 파장 분해능에 따른 반복도 모의 실험 (두께 100 nm)> 
Wavelength interval 10 nm 5 nm 3.3 nm 1 nm 
Max thickness 101.2 99.6 99.5 98.9 
Min thickness 94.8 94.5 96.0 96.9 





<표 3. 2 파장 분해능에 따른 반복도 모의 실험 (두께 1000 nm)> 
Wavelength interval 10 nm 5 nm 3.3 nm 1 nm 
Max thickness 994.4 994.5 993.5 993.5 
Min thickness 990.5 990.5 991.5 992.5 









이미징 분광 반사계 시스템에서는 광학계로 입사되는 빛의 파장을 순차적
으로 변경하기 위해 광원 필터링 시스템이 사용되는데 대표적인 광원 필터링 
시스템으로는 음향 광학 변조 필터와 회전형 필터가 있다. 전술한 바와 같이 
음향 광학 변조 필터의 경우 뛰어난 파장 분해능을 갖지만 강건성이 떨어지
는 단점이 있고, 회전형 필터는 강건성이 뛰어난 장점이 있지만 파장 분해능
이 떨어지는 단점이 있다. 본 장에서는 강건성과 파장 분해능을 두루 갖춘 이
미징 분광 반사계 시스템이 구성 가능하도록 회전형 필터를 기반으로 한 해
결 방안을 제시하도록 한다. 
회전형 필터가 적용된 이미징 분광 반사계에서 회전 원판에 설치되는 밴
드 패스 필터의 수가 많아질수록 파장 분해능 또한 증가할 것이다. 하지만 단
순히 설치되는 밴드 패스 필터의 수를 증가시키는 방법은 공간적, 비용적 측
면에서 바람직하지 않으며 확보 가능한 파장 분해능에도 한계가 있다. 본 연
구에서 제안하는 다중 반사도 중첩법 (Multi reflectance method) 에서는 밴드 패
스 필터의 추가 없이 기존과 동일한 구성의 회전형 필터가 사용되므로 회전
형 필터의 이점인 강건성을 유지하면서 파장 분해능을 증가시킬 수 있는 장











4.2. 다중 반사도 중첩법을 이용한 파장 분해능 개선 
 
4.2.1. 다중 반사도 중첩법의 도입 
 
파장 별 반사도 신호의 수학적 표현을 설명한 2장에서 박막 층으로 입사
된 빛의 다중 반사를 고려하여 총 반사 계수를 얻을 수 있음을 보였다. 얻어
진 총 반사 계수 수식을 전개 해보면 총 반사 계수는 식 (4.1) 과 같이 복소
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총 반사 계수의 크기와 위상을 전개하여 정리하면 식 (4.3), (4.4) 와 같으며 
수식으로부터 총 반사 계수의 크기와 위상은 전자기파가 두께 d 를 갖는 박
막 내부를 종단하는 동안 겪게 되는 위상 변화  와 입사된 전자기파에 대한 
반사된 전자기파의 진폭의 비를 나타내는 프레넬 반사 계수의 함수임을 알 
수 있다. 식 (4.3), (4.5) 에서 위상 변화와 프레넬 반사 계수는 빛의 입사각 
의 함수이므로 결과적으로 총 반사 계수의 크기와 위상 또한 빛의 입사각의 
함수가 된다.  
 
 
     
22 baG    
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<그림 4.2>, <그림 4.3> 는 파장 별 총 반사 계수의 크기와 위상을 모델링
한 예로, Si 기판 상 두께 1000 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 경우 400 - 700 
nm 파장 범위에서의 총 반사 계수의 크기와 위상을 나타낸다. 크기와 위상을 
모델링 하는 과정에서 실선은 0° 의 입사각을, 점선은 15° 의 입사각을 갖는 
조건이 적용되었는데 그림에서와 같이 입사각이 달라짐에 따라 총 반사 계수
의 크기와 위상 모두에서 파장 축 오프셋이 발생한 것을 알 수 있다. 여기서 





다음으로 서로 다른 입사각으로 인해 파장 축으로 평행 이동된 반사도 신
호들 중 하나의 반사도 신호를 기준으로 나머지 반사도 신호에 파장 축 오프
셋을 보상하여 두 반사도 신호가 파장 축 평행 이동 없이 중첩될 수 있도록 
유도하고자 한다. 본 경우에는 15° 의 입사각을 갖는 경우의 반사도 신호에 
파장 축 오프셋을 보상하여 0° 의 입사각을 갖는 경우의 반사도 신호와 중첩
되는 과정을 살펴보도록 한다. <그림 4.4> 는 <그림 4.2> 의 사각형 점선 표시 
영역을 확대하여 보여주는데 그림과 같이 두 반사도 신호가 파장 축 평행 이
동 없이 중첩되려면 적절한 파장 축 오프셋이 적용되어야 한다. 적절한 파장 
축 오프셋을 구하기 위해 총 반사 계수의 위상을 이용하도록 한다. <그림 
4.5> 는 <그림 4.3> 의 사각형 점선 표시 영역이 확대된 모습이며 식 (4.5) 와 
같이 서로 다른 입사각을 갖는 총 반사 계수의 두 위상이 동일한 값을 갖게 
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<그림 4.6> 은 총 반사 계수의 두 위상을 이용하여 구해진 파장 축 오프셋 
나타내며 전체 파장 범위에서 동일한 변위 값을 갖지 않고 파장 별로 다소간
의 차이를 보이는 것을 알 수 있다. <그림 4.7> 은 <그림 4.6> 에서 구해진 파
장 축 오프셋을 0° 의 입사각을 갖는 경우의 반사도 신호에 적용하여 두 반
사도 신호를 중첩시킨 결과이다.  
두 반사도 신호는 높은 일치도를 보이므로 총 반사 계수의 위상을 이용하
여 구해진 파장 축 오프셋을 적용하여 서로 다른 입사각으로 인해 파장 축으
로 평행 이동된 반사도 신호를 중첩시킬 수 있음을 알 수 있다. 
현재까지 진행한 동일한 과정을 구성된 이미징 분광 반사계 시스템으로부
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터 얻어지는 반사도 신호에 적용해 보고자 한다. <그림 4.8>, <그림 4.9> 는 파
장 별 총 반사 계수의 크기와 위상을 모델링한 예로, Si 기판 상 두께 1000 nm 
SiO2 박막이 형성되어 있는 경우 400 - 700 nm 파장 범위에서의 총 반사 계수
의 크기와 위상을 나타낸다. 크기와 위상을 모델링 하는 과정에서 실선은 0° 
의 입사각을, 점선은 5° 의 입사각을 갖는 조건이 적용되었는데 회전형 필터
에 10 nm 간격으로 밴드 패스 필터가 설치된 경우를 가정하여 각각의 크기와 
위상은 파장 축으로 총 31개의 데이터를 갖게 된다. <그림 4.10> 는 <그림 
4.8> 의 사각형 점선 표시 영역을 확대하여 보여주는데 파장 축 오프셋을 적
용하여 두 반사도 신호가 중첩되도록 유도할 경우 서로 다른 입사각을 갖는 
반사도 신호의 데이터와 데이터 사이를 채워주는 효과를 얻게 된다. 마찬가지
로 <그림 4.11> 은 총 반사 계수의 위상을 이용하여 구해진 파장 축 오프셋을 
나타내며 <그림 4.12> 는 <그림 4.11> 의 파장 축 오프셋을 <그림 4.8> 의 5° 
의 입사각을 갖는 경우의 반사도 신호에 적용시켜 두 반사도 신호를 중첩시
킨 결과이다. 두 반사도 신호는 높은 일치도를 보이며 서로 다른 입사각을 갖
는 반사도 신호의 데이터와 데이터 사이를 채워주고 있으므로 중첩된 두 반
사도 신호의 데이터를 통합하여 하나의 반사도 신호를 구성한다면 각각의 반
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63 
 
4.2.2. 가변 조리개를 이용한 다중 반사도 신호 획득 
 
다중 반사도 중첩법에서는 서로 다른 입사각을 갖는 반사도 신호를 이용
하여 파장 분해능을 개선하는데, 본 절에서는 서로 다른 입사각을 갖는 반사
도 신호를 획득하는 방법에 대해 알아보고자 한다. 
<그림 4.13> 은 광원이 대물 렌즈를 통과하여 측정 대상에 입사되는 과정
을 나타낸다. 대물 렌즈를 통과한 광원은 광 축 중심으로부터의 거리에 따라 
특정 입사각을 갖는 상태로 입사되는데 광 축 중심으로부터 동일한 거리에 
놓인 위치에서는 동일한 입사각을 가지며 광학계의 구성에 따라 최대 입사각 
M 을 갖는다. 반사도 신호의 수학적 모델에서는 광학계를 대표 할 수 있는 
하나의 입사각 값이 사용되므로 <그림 4.14> 와 같이 광 축 중심으로부터의 
거리에 따른 전체 입사각을 반영할 수 있는 등가 입사각 
eff 을 구할 필요가 
있으며 <그림 4.15> 및 식 (4.6) 은 등가 입사각을 구하는 과정을 보여준다. 
 
 






















                (4.6) 
 
 
일반적으로 광원의 입사각은 <그림 4.13> 과 같이 광원의 이동 경로에 광
원의 투과를 막을 수 있는 조리개를 배치하여 조절된다. 예로 <그림 4.16> 과 
같이 내부 원의 직경이 다른 조리개를 사용하는 경우 상대적으로 내부 직경
이 큰 조리개는 내부 직경이 작은 조리개에 비해 입사되는 광원이 큰 입사각
을 갖게 한다. 따라서 광원의 이동 경로에 배치되는 조리개의 내부 직경을 변
경하면 측정 대상에 입사되는 광원의 입사각이 달라지고 이러한 방법으로 얻




다음으로 조리개의 기하학적 구조와 그에 따른 반사도 신호의 파장 축 평
행 이동 간의 관계에 대해 알아보도록 한다. 조리개의 내부 직경은 입사되는 
광원의 입사각에 영향을 주고 결과로 반사도 신호 간의 파장 축 오프셋을 유
발한다. 이때 적절한 파장 축 오프셋을 유발하려면 알맞은 내부 직경을 갖는 
조리개가 사용되어야 하며 이를 위해서는 조리개의 내부 직경과 파장 축 오
프셋 간의 관계를 파악할 필요가 있다. <그림 4.17> 과 같이 가변 조리개를 
사용하여 서로 다른 입사각을 갖는 두 반사도 신호 사이에 
k 의 파장에서 
  의 파장 축 오프셋이 발생하게 하기 위한 가변 조리개를 설계하고자 한
다. 가변 조리개는 내부 직경에 따라 각각
1 , 2 의 등가 입사각을 갖고 이에 
해당하는 위상 ),( 1 k , ),( 2 k 을 갖게 된다. 마찬가지로 식 (4.5) 와 같이 
서로 다른 입사각을 갖는 두 위상을 같게 만드는  를 탐색하기 위해 식 
(4.7) 의 최소 자승법을 이용하도록 한다. 
 
 
                 
2
21
2 ),(),(   KK                    (4.7) 
 
 
<그림 4.18> 은 °161  , nm 550k 인 경우 최소 자승법을 이용하여 파
장 축 오프셋과 입사각 간의 관계를 구한 결과로 해당 관계를 통해 적절한 
파장 축 오프셋을 위한 가변 조리개의 내부 직경 설계가 가능하다. 예로 16°
의 입사각을 갖는 가변 조리개를 사용하여 얻어진 반사도 신호 대비 500 nm 
파장에서 5 nm 만큼 파장 축으로 평행 이동된 반사도 신호를 얻기 위해서는 
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4.2.3. 다중 반사도 신호 중첩 
 
앞 절에서는 내부 직경이 다른 조리개를 사용하여 서로 다른 입사각을 갖
는 다중 반사도 신호를 얻는 방법에 대해 살펴보았다. 본 절에서는 얻어진 다
중 반사도 신호에 파장 축 오프셋을 보상하여 다중 반사도 신호가 중첩될 수 
있도록 유도하는 과정을 살펴보고자 한다. 
가변 조리개를 설계하는 과정에서와 마찬가지로 식 (4.5) 와 같이 서로 다
른 입사각을 갖는 두 위상을 같게 만드는  를 탐색하기 위해 식 (4.7) 의 
최소 자승법을 이용하도록 한다. <그림 4.19> 는 °161  , °4.192  인 경우 
최소 자승법을 이용하여 파장 
k 에서의 파장 축 오프셋  를 구한 결과이
다. 서로 다른 입사각을 갖는 두 반사도 신호를 중첩시키기 위해 전체 파장 
범위에서 균일한 파장 축 오프셋을 적용시키는 것이 아니라 파장 별로 적용
되어야 하는 파장 축 오프셋 크기에 차이가 있음을 알 수 있다. 예로 500nm 
의 파장에서는 5 nm 의 파장 축 오프셋을, 600 nm 의 파장에서는 6nm 의 파장 
축 오프셋을 적용시켜야 한다. 
<그림 4.20> 은 400 - 700 nm 의 파장 범위에서 총 31개의 밴드 패스 필터
를 사용하는 기존 이미징 분광 반사계로부터 얻어지는 것과 동일한 파장 분
해능을 갖는 반사도 신호의 모델링 결과이며 파장 축으로 총 31개의 데이터
가 얻어져 10 nm 의 파장 분해능을 보인다. <그림 4.21> 은 각각 기존과 동일
한 파장 분해능을 갖는 두 반사도 신호를 중첩시키고 중첩된 전체 데이터를 
이용하여 하나의 반사도 신호를 구성한 결과이다. 동일한 파장 범위에서 각각
의 반사도 신호로부터 얻어진 총 62개의 데이터가 확보되어 평균적으로 5 nm 
































































































4.3. 모의 실험을 통한 시스템 최적화 
 
다중 반사도 중첩법에서 가변 조리개의 적절한 설계와 정확한 다중 반사
도 신호 중첩이 이루어진다면, 중첩에 이용되는 반사도 신호의 개수를 더욱 
증가시키는 방법으로 파장 분해능 또한 비례하여 개선시킬 수 있다. 예로 서
로 다른 입사각을 갖는 2 개의 반사도 신호를 중첩시키면 앞 절에서 살펴본 
바와 같이 5 nm 의 파장 분해능이 얻어지고, 5 개의 반사도 신호를 중첩시키
면 2 nm 의 파장 분해능이 얻어지게 된다. 본 절에서는 중첩되는 반사도 신호
의 개수에 따른 이미징 분광 반사계의 성능 개선을 모의 실험을 통해 분석하
여 시스템 최적화를 진행하고자 한다. 
모의 실험에서는 Si 기판 상 두께 100 nm, 200 nm, 500 nm, 1000 nm 인 SiO2 
박막이 형성되어 있는 경우 파장 분해능에 따른 반복도 경향을 관찰한다. 3장
에서와 같이 모델링된 반사도 신호에 노이즈를 추가하고, 노이즈가 추가된 신
호를 실제 반사도 신호로 가정하여 비선형 피팅법을 통해 두께 결과값을 얻
는 과정을 반복한다. <그림 4.22>, <그림 4.23>, <그림 4.24>, <그림 4.25> 는 각
각의 두께에서 모델링된 신호에 노이즈가 추가된 반사도를 나타내며 파장 분
해능에 따른 반복도 모의 실험 결과는 <그림 4.26> 과 같다. 모의 실험 결과
에서 가로축은 파장 분해능에 해당되는데 기존의 이미징 분광 반사계에서 얻
어지는 10 nm 의 파장 분해능에서부터 서로 다른 입사각을 갖는 10 개의 다
중 반사도 신호를 중첩하여 확보할 수 있는 1 nm 의 파장 분해능에 이르는 
동안의 반복 측정에 대한 반복도를 나타낸다. 두께 별 반복도의 절대값에는 
다소간의 차이가 있지만 전반적으로 파장 분해능이 개선될수록 양호한 반복













<표 4. 1 시스템 최적화를 위한 모의 실험 결과(두께 100 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 7 10 
Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 1.5 1 
Max thickness [nm] 101.2 99.6 99.5 99.1 99.1 98.9 
Min thickness [nm] 94.8 94.5 96.0 97.1 96.6 96.9 
Average thickness [nm] 97.4 97.7 98.1 98.1 98.3 98.1 


























<표 4. 2 시스템 최적화를 위한 모의 실험 결과(두께 200 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 7 10 
Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 1.5 1 
Max thickness [nm] 191.5 191.5 190.5 190.5 190.5 190.5 
Min thickness [nm] 187.5 188.5 188.5 188.5 189.5 189.5 
Average thickness [nm] 189.6 189.8 189.8 189.5 189.8 189.7 

























<표 4. 3 시스템 최적화를 위한 모의 실험 결과(두께 500 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 7 10 
Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 1.5 1 
Max thickness [nm] 500.5 500.5 499.5 499.5 499.5 499.5 
Min thickness [nm] 496.5 497.5 497.5 497.5 497.5 497.5 
Average thickness [nm] 498.6 499.1 498.7 498.6 498.6 498.7 


























<표 4. 4 시스템 최적화를 위한 모의 실험 결과(두께 1000 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 7 10 
Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 1.5 1 
Max thickness [nm] 994.4 994.5 993.5 993.5 993.5 993.5 
Min thickness [nm] 990.5 990.5 991.5 992.5 991.5 992.5 
Average thickness [nm] 992.3 992.4 992.6 992.7 992.5 992.6 

























































Wavelength interval [nm] 
100nm 200nm 500nm 1000nm 
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본 장에서는 실험을 위해 구성된 이미징 분광 반사계 시스템의 각 요소들
과 이들의 상세 사양에 대해 살펴보고자 한다. 
<그림 5.1> 은 이미징 분광 반사계 시스템의 구성도를 나타내며 광원, 광
원 필터링 시스템, 광학계 및 대물렌즈, 가변 조리개, 디텍터 등으로 구성됨을 
알 수 있다. 컨트롤러에 의해 회전형 필터가 구동되면서 광학계로 입사되는 
빛의 파장이 시간에 따라 순차적으로 변경되어 파장 주사가 진행된다. 파장 
주사가 진행되는 동안 광 센서 (Photo sensor) 로부터 출력된 신호에 의해 2차
원 CCD 배열을 갖는 카메라를 이용하여 각 중심 파장에서의 이미지를 얻고, 
결과로 여러 파장에서 획득된 다수의 이미지가 축적된 이후 분석을 위해 컴
퓨터로 전송된다. 이 때 가변 조리개는 광원의 이동 경로에 배치되어 광원의 

























분광 반사계가 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되는 경우, 불투명한 
물질의 두께 측정과 같은 한정적인 상황을 제외하면 대부분 가시광 영역의 
백색광 광원이 사용된다. 가시광 영역에서는 굴절률과 같이 두께 측정을 위해 
요구되는 물질의 특성이 가장 잘 알려져 있고 파장 별 반사도가 특징적으로 
잘 나타나며 광학 부품을 쉽게 구성할 수 있기 때문이다. 일반적으로 널리 사
용되는 가시광 영역의 백색광 광원으로는 텅스텐-할로겐 (Tungsten-halogen) 광
원과 LED (Light Emitting Diode) 광원이 있다. 본 연구에서는 LED 광원이 사용

























5.3 광학계 및 대물렌즈 
 
최근의 분광 반사계 연구에서 구성된 시스템의 경우 반도체 및 디스플레
이 산업에서의 활용을 위해 현미경 광학계가 주로 제작되어 미세 패턴 또는 
극히 좁은 영역을 측정하기 위한 목적으로 사용되었다. 본 연구에서도 마찬가
지로 미세 패턴의 측정을 위한 현미경 광학계가 구성되었고 50 배 대물 렌즈
가 사용되었다.  
이미징 분광 반사계에서는 광원 필터링 시스템을 통해 광학계로 입사되는 
빛의 파장이 시간에 따라 순차적으로 변하는데 이때 파장에 따른 렌즈의 굴
절률 차이에 의해 수차 (Aberration) 가 발생하게 된다. 긴 파장의 빛일수록 렌
즈를 통과한 뒤에 다른 파장의 빛보다 초점이 렌즈에서 먼 쪽으로 맺히게 되
는데 결과적으로 특정 파장에서 이미지가 덜 선명해 보이게 된다. 이미징 분
광 반사계에서는 각 파장에서 축적된 이미지가 곧 파장 별 반사도 이므로 수
차는 반사도 신호의 왜곡을 이어져 오계측을 유발할 수 있다. 따라서 본 연구





<표 5. 1 실험에 사용된 대물 렌즈의 사양> 
Item Specification 
Magnification 50x 
Numerical aperture 0.5 
Working distance [mm] 10.6 mm 







5.4 CCD 카메라 
 
이미징 분광 반사계에서는 두께 형상 측정을 위해 2차원 배열을 갖는 디
텍터가 필수적이다. 본 연구에서는 CCD 카메라를 디텍터로 사용하는데 CCD 
카메라는 영상을 전기 신호로 변환하여 디지털 데이터의 형태로 메모리 등의 
기억 매체에 저장한다. CCD 카메라는 가격이 비싸고 전력 소모가 크지만 노
이즈나 잔상 처리가 뛰어난 장점을 앞세워 광범위한 분야에서 효과적으로 활
용되고 있다.  
<표 5.2> 는 본 연구에서 사용된 CCD 카메라의 사양을 나타낸다. 640 x 480 
의 배열을 갖는 픽셀로 구성되며 광량이 충분한 경우 초당 264 개의 이미지
를 획득할 수 있는 고속 카메라이다. 실험에 사용된 50 배 대물 렌즈와의 조
합을 통해 이미징 분광 반사계 시스템은 0.148 um 의 픽셀 분해능과 94 x 71 





<표 5. 2 실험에 사용된 CCD 카메라의 사양> 
Item Specification 
Resolution 640 x 480 
Pixel size [um] 7.4 
Data bit 8 bit 











5.5 회전형 필터 
 
본 연구에서는 광원 필터링 시스템으로 강건성이 뛰어난 장점이 있는 회
전형 필터를 사용한다. 회전형 필터는 회전 가능하도록 구성된 원판에 다수의 
밴드 패스 필터를 설치하고 이를 광원으로부터 나온 빛이 지나가는 광경로에 
위치시킨다. 빛은 밴드 패스 필터를 통과한 이후 좁은 밴드폭을 갖는 준 단파
장 광원으로 필터링 되는데 이때 원판을 회전시키면 빛이 밴드 패스 필터를 
순차적으로 통과하게 되어 시간에 따라 파장을 주사하는 효과를 얻게 된다.  
<그림 5.3> 은 실험에 사용된 회전형 필터의 구성도를 나타내며 400 - 700 nm 
의 파장 범위에서 10 nm 간격으로 총 31개의 밴드 패스 필터를 사용하며 파






<그림 5. 3 실험에 사용된 회전형 필터 구성도> 
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5.6 가변 조리개 
 
회전형 필터가 사용되는 이미징 분광 반사계의 파장 분해능이 낮은 
문제에 대한 해결 방안으로 본 연구에서는 다중 반사도 중첩법을 제시하였다. 
다중 반사도 중첩법에서는 서로 다른 입사각을 갖는 반사도 신호를 획득해야 
하는데 이를 위해 가변 조리개를 사용한다. 가변 조리개에서는 <그림 5.4> 와 
같이 셔터의 개폐에 따라 조리개 직경의 변경이 가능하며 대물 렌즈의 
















이미징 분광 반사계를 이용하여 박막의 두께를 측정함에 있어 다중 반사
도 중첩법의 도입이 측정 성능에 미치는 영향을 평가하는 실험을 수행하여 
제안된 방법의 효용성을 확인하고자 한다. 
이미징 분광 반사계에서는 면적에 대한 두께 형상을 획득하기 위하여 
CCD 배열을 갖는 카메라를 디텍터로 사용한다. 결과, 센서 성능의 한계로 인
하여 반사도 신호에 노이즈가 많으며 이는 측정 성능의 저하로 이어지게 된
다. 반면 스펙트로미터를 디텍터로 사용하는 분광 반사계의 경우 우수한 센서 
성능에 의해 노이즈가 거의 존재하지 않는 반사도 신호가 얻어지며 보다 정
밀한 측정 결과의 획득이 가능하다. 이후 진행되는 다음의 실험에서는 분광 
반사계를 통해 얻어진 측정값을 이미징 분광 반사계를 이용한 실험 결과에 
대한 기준값으로 활용하도록 한다. 
 
① 구성된 이미징 분광 반사계 시스템을 이용하여 서로 다른 입사각을 갖
는 다중 반사도 신호를 획득하고 다중 반사도 신호의 중첩을 통한 파
장 축 분해능의 개선을 평가한다.  
② 다양한 두께를 갖는 측정 대상에 대해 반복 측정을 진행하여 파장 축 
분해능의 개선에 따른 두께 측정 반복도 경향을 분석한다. 
③ 두께가 두꺼운 측정 대상에 대해 측정을 진행하여 파장 축 분해능에 따




6.2. 다중 반사도 신호 중첩에 따른 파장 분해능 개선 
 
본 절에서는 서로 다른 입사각을 갖는 다중 반사도 신호를 얻고 다중 반
사도 신호의 중첩을 통한 파장 축 분해능의 개선을 평가하고자 한다.  
<그림 6.1> 은 실험에서 얻고자 하는 다중 반사도 신호의 구성을 나타낸다. 
모의 실험을 통한 최적화 결과를 반영하여 5 가지의 서로 다른 직경을 갖는 
가변 조리개를 이용하여 총 5 개의 다중 반사도 신호를 획득하면 결과적으로 
약 2 nm 의 파장 축 분해능이 얻어질 것으로 예상할 수 있다. <그림 6.2> 는 
입사각과 파장 축 오프셋 간의 관계를 이용하여 다중 반사도 신호 획득을 위
한 가변 조리개의 직경을 설계하는 과정을 나타낸다. 입사각과 파장 축 오프
셋 간의 관계를 통해 실험에 사용된 50 배 대물 렌즈의 최대 입사각인 21° 
를 기준으로 각각 2 nm, 4 nm, 6 nm, 8 nm, 의 파장 축 오프셋을 일으키는 입사
각을 구하고, 입사각과 렌즈의 기하학적 관계를 고려하여 가변 조리개의 직경
이 결정될 수 있다. <표 6.1> 은 5 개의 다중 반사도 신호를 얻기 위한 가변 
조리개의 설계 결과이다. 대물 렌즈의 최대 입사각을 기준으로 얻고자 하는 
파장 축 오프셋 크기가 증가할수록 입사각 및 가변 조리개의 직경 차이도 커
야 함을 알 수 있다. 
<그림 6.3> 은 Si 기판 상 100 nm 의 두께를 갖는 SiO2 박막이 형성되어 
있는 시편에 대해 설계된 가변 조리개를 이용하여 각각의 가변 조리개 직경
에서 얻어진 다중 반사도 신호를 나타낸다. 측정에 이용된 가변 조리개의 직
경이 작을수록 파장 축 오프셋 크기가 큰 반사도 신호가 얻어진 것을 알 수 
있다. <그림 6.4> 는 얻어진 다중 반사도 신호에 수학적으로 계산된 파장 축 
오프셋을 보상하여 다중 반사도 신호를 중첩시킨 결과이다. 모든 다중 반사도 
신호가 파장 축 평행 이동 없이 잘 중첩되었음을 보여준다. 마지막으로 <그림 
6.5> 는 중첩된 다중 반사도 신호를 통합하여 하나의 반사도 신호를 구성한 
최종 반사도 신호이다. 다중 반사도 신호 중첩을 통해 <그림 6.3> 의 기존 반
사도 신호 대비 파장 축 분해능이 개선된 결과를 확인할 수 있다. 
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<그림 6.6> - <그림 6.8>, <그림 6.9> - <그림 6.11>, <그림 6.12> - <그림 6.14> 
는 각각 Si 기판 상 두께 200 nm, 500 nm, 1000 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 
시편에 대해 얻어진 실험 결과이다. 100 nm 의 두께를 갖는 시편에 대한 결과
와 마찬가지로 설계된 가변조리개를 이용하여 얻어진 다중 반사도 신호, 파장 
축 오프셋이 보상되어 중첩된 결과, 중첩된 다중 반사도 신호를 통합하여 하
나의 반사도 신호를 구성한 최종 반사도 신호를 나타낸다. 모든 두께의 시편


























































Wavelength shift [nm] 
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<표 6. 1 가변 조리개 설계 결과> 
 Aperture1 Aperture2 Aperture3 Aperture4 Aperture5 
Wavelength shift [nm] - 2 4 6 8 
Effective incident angle [deg] 21 19.6 18.3 16.8 15.2 
Max. incident angle[deg] 30 28.1 26.4 24.4 22.2 
Numerical aperture 0.5 0.47 0.44 0.41 0.38 



























































































































































































































































































6.3. 파장 분해능에 따른 반복도 평가 
 
본 절에서는 다양한 두께를 갖는 측정 대상에 대해 반복 측정을 진행하여 
다중 반사도 신호의 중첩을 통해 개선된 파장 축 분해능이 반복도에 미치는 
영향을 살펴보고자 한다. 
<그림 6.15> 는 획득된 총 5개의 다중 반사도 신호의 전체 또는 일부를 선
정하여 구성 가능한 여러 파장 분해능을 나타낸다. 1 개의 반사도 신호만을 
사용하여 10 nm 의 파장 분해능을 얻는 경우에서부터 5 개의 반사도 신호 전
부를 사용하여 2 nm 의 파장 분해능을 얻는 경우까지 총 4 가지 경우에 대해 
반복 측정시의 반복도를 관찰하였다. <표 6.2> - <표 6.5> 는 각각 Si 기판 상 
두께 100 nm, 200 nm, 500 nm, 1000 nm SiO2 박막이 형성되어 있는 시편에 대해 
얻어진 파장 분해능에 따른 반복도 결과를 나타낸다. 모든 두께의 시편에서 

























<표 6. 2 파장 분해능에 따른 반복도 실험 결과(두께 100 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 Spectroscopic 
reflectometry Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 
Max thickness [nm] 99.5 92.4 94.2 94.1 93.8 
Min thickness [nm] 94.8 88.6 91.7 91.8 92.8 
Average thickness [nm] 97.1 90.2 92.8 92.8 93.5 












<표 6. 3 파장 분해능에 따른 반복도 실험 결과(두께 200 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 Spectroscopic 
reflectometry Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 
Max thickness [nm] 198.7 192.1 193.5 193.4 193.3 
Min thickness [nm] 194.3 189.2 191.3 191.3 193.0 
Average thickness [nm] 196.4 190.8 192.3 192.5 193.1 





<표 6. 4 파장 분해능에 따른 반복도 실험 결과(두께 500 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 Spectroscopic 
reflectometry Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 
Max thickness [nm] 485.2 477.3 480.0 479.9 479.7 
Min thickness [nm] 482.8 475.9 478.9 478.8 479.3 
Average thickness [nm] 484.1 476.7 479.4 479.2 479.6 





<표 6. 5 파장 분해능에 따른 반복도 실험 결과(두께 1000 nm)> 
Number of reflectance 1 2 3 5 Spectroscopic 
reflectometry Wavelength Interval [nm] 10 5 3.3 2 
Max thickness [nm] 972.0 965.5 968.3 969.0 966.9 
Min thickness [nm] 970.3 964.4 967.5 968.3 966.1 
Average thickness [nm] 971.2 965.1 967.8 968.7 966.6 





6.4. 파장 분해능에 따른 후막 두께 측정 성능 평가 
 
본 절에서는 두꺼운 두께를 갖는 측정 대상에 대해 측정을 진행하여 다중 
반사도 신호의 중첩을 통해 개선된 파장 축 분해능이 후막 측정에 미치는 영
향을 살펴보고자 한다. 
<그림 6.16> 은 Si 기판 상 두께 4100 nm PR (Photo Resist) 박막이 형성되어 
있는 경우 모델링된 파장 별 반사도 신호를 나타낸다. 비교적 두꺼운 두께에 
해당되므로 그림에서와 같이 반사도 신호의 최고, 최저점이 많은 고주파의 형
상을 보이는 것을 알 수 있다. <그림 6.17> - <그림 6.21> 은 Si 기판 상 두께 
4100 nm PR 박막이 형성되어 있는 시편에 대해 5 개의 가변 조리개 직경에서 
얻어진 다중 반사도 신호를 나타낸다. 서로 다른 입사각을 갖는 각각의 반사
도 신호는 전체적인 반사도 신호의 형상에서는 차이를 보이지만 공통적으로 
샘플링이 부족해 반사도 신호가 정확하게 얻어지지 못하고 왜곡이 발생한 것
을 알 수 있다. 
<그림 6. 22> 는 얻어진 다중 반사도 신호에 수학적으로 계산된 파장 축 
오프셋을 보상하여 다중 반사도 신호를 중첩시킨 결과이다. 마지막으로 <그림 
6.23> 는 중첩된 다중 반사도 신호를 통합하여 하나의 반사도 신호를 구성한 
최종 반사도 신호이다. 기존 반사도 신호의 경우 샘플링이 부족해 왜곡이 발
생했지만 다중 반사도 신호 중첩을 통해 파장 축 분해능이 개선되어 <그림 

























































































































































































본 연구에서는 투명 박막의 두께 형상을 안정적으로 측정하기 위한 목적
으로 다중 반사도 중첩법을 이미징 분광 반사계에 적용하였다. 다중 반사도 
중첩법에서는 강건성이 뛰어난 회전형 필터를 기반으로 가변 조리개를 이용
하여 얻어진 여러 반사도 신호를 중첩하는 방법을 통해 파장 분해능을 개선




모의 실험을 수행하여 기존의 이미징 분광 반사계 시스템이 갖는 한계를 
분석하였다. 시스템의 파장 분해능이 낮아짐에 따라 반복 측정시의 반복도가 
나빠지고 측정 가능한 박막 두께의 범위가 제한적임을 보였다.  
 
파장 분해능을 개선하기 위한 목적으로 다중 반사도 중첩법을 제안하였다. 
수학적 모델을 이용하여 총 반사 계수의 크기와 위상이 빛의 입사각에 대한 
함수이며 서로 다른 입사각에서 파장 축 평행 이동이 발생함을 확인하였다. 
입사각 별 위상 차로부터 파장 축 오프셋을 구하고 이를 반사도 신호에 적용
시켜 다중 반사도 신호를 중첩하는 방법으로 파장 분해능의 개선이 가능함을 
보였다. 서로 다른 입사각을 유도하기 위한 방법으로 가변 조리개가 사용되었
으며 조리개의 기하학적 구조와 파장 축 오프셋 간의 관계를 분석하였다. 
 
중첩되는 반사도 신호의 개수에 따른 이미징 분광 반사계의 성능 개선을 
모의 실험을 통해 분석하여 시스템 최적화를 진행하였다. 중첩에 이용되는 반
사도 신호의 개수를 증가시키는 방법으로 파장 분해능 및 측정 성능이 개선
됨을 확인하였으며 최적의 반복도 성능을 보여주는 파장 분해능을 기준으로 
다중 반사도 신호를 구성하였다. 
104 
 
실험을 위해 이미징 분광 반사계 시스템을 구성하였다. 시스템은 광원, 회
전형 필터, 광학계 및 대물 렌즈, 가변 조리개, CCD 카메라 등으로 구성되었
다. 최적화를 통해 구성된 다중 반사도 신호를 획득하기 위한 가변 조리개를 
적절하게 설계하여 이미징 분광 반사계에 적용하였다. 
 
제안된 방법이 측정 성능에 미치는 영향을 평가하는 실험을 수행하였다. 
구성된 이미징 분광 반사계 시스템을 이용하여 서로 다른 입사각을 갖는 다
중 반사도 신호를 획득하고 다중 반사도 신호의 중첩을 통해 파장 분해능이 
개선됨을 확인하였다. 또한 파장 분해능의 개선에 따른 반복도 향상 및 측정 




결과적으로 강건성과 파장 분해능이 상충하는 특성이 있었던 기존의 이미
징 분광 반사계 시스템과는 달리 측정 성능이 우수하면서도 실제 공정에서 
활용 가능한 시스템을 구현하였다. 제안된 방법의 적용을 통해 반도체 및 디
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A. 총 반사계수의 유도 
 
총 반사계수는 <그림 2.1> 에서와 같이 박막 내부에서 다중반사를 거치며 
공기중으로 빠져 나오는 모든 빛을 합한 것과 같다. 수식적으로는 식 (2.4 a) – 
(2.4 d) 와 같이 규칙적인 형태를 가지며 만들어지는 시리즈를 모두 더한 것과 
같다. 이는 식 (A.1) 과 같이 쓸 수 있다. 또한 식 (A.1) 에서 우변의 두 번째 
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정리된 총 반사계수의 식 (A.2) 는 규칙적인 형태를 가지며 지수항이 반복
되고 있음을 알 수 있다. 따라서 아래의 식 (A.3) 의 관계를 이용하여 식 (A.2) 
의 우변의 시리즈를 정리할 수 있음을 알 수 있다. 이를 대입하여 정리하면 































     (A.4) 
 
 
프레넬 반사 계수와 투과 계수는 식 (A.5) 와 같은 성질을 가지므로, 이 성
질을 이용하여 식 (A.4) 를 변형할 수 있다. 최종적으로 식 (2.6) 과 동일한 형

































B 빛의 편광 상태에 따른 반사계수 
 
프레넬의 반사 계수 및 투과 계수는 빛의 편광 상태에 따라 다르게 나타
남을 이미 식 (2.3 a-d) 을 통해서 확인한 바 있다. 따라서 본 논문에서 수식을 
전개할 때 사용한 프레넬 반사 계수 r12 및 r23 의 경우 엄밀하게는 빛의 편광 
상태에 따라 P 파와 S 파를 구분하여 사용해야 하며, 편광 상태에 따라 반사
도 역시 달라지는 것이 일반적이다. 그러나 본 논문에서 사용된 시스템에 한
하여 다음과 같이 가정하였고, 본문에서는 P 파와 S 파의 구분 없이 이론을 
전개하였다.  
 
B.1 수직 입사하는 경우 
 
시뮬레이션에서는 빛이 수직 입사되는 환경을 가정하였다. 빛이 수직 입사
되는 경우 θ1 와 θ2 는 모두 그 값이 0 이므로 이를 대입하여 식을 다시 쓰면 
식 (C.1 a-c) 와 같다. 투과 계수의 경우 P 파와 S 파가 동일한 값을 가지며, 
반사 계수의 경우 서로 부호가 바뀌는 것을 확인할 수 있다. 이 값들을 각각 
P 파와 S 파에 대해서 따로 반사도를 구해 보면 동일한 반사도 값을 가지는 
것을 알 수 있다. 즉, 수직 입사되는 경우를 가정하면 P 파 또는 S 파에 대한 
수식 중 어떤 것을 적용해도 동일한 반사도 값을 얻을 수 있다. 이에 따라 이 
논문에서 수식을 전개할 때 P 파와 S 파의 구분 없이 표기하였다. 
 
 









     (C.1 a) 









     (C.1 b) 









           (C.1 c) 
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B.2 대물렌즈를 사용한 경우 
 
실제 실험 과정에서는 대물 렌즈를 사용한 광학 시스템을 구성하였기 때
문에 이를 고려해야 한다. 일반적으로 광학계에서 대물 렌즈를 이용할 경우 
렌즈의 NA 에 의하여 빛이 수직 입사되지 않고 각도 성분을 가지게 된다. 이 
경우는 P 파와 S 파에 대한 프레넬 반사 계수가 입사각에 의하여 서로 다른 
값을 가지게 되므로, 최종적으로 반사도 역시 P 파와 S 파가 서로 다르게 된
다. 아래의 <그림 B.1> 은 입사각에 따른 P 파와 S 파의 반사 계수를 그래프
로 표시한 것이다. 서로 다른 반사 계수를 가짐을 확인할 수 있다. P 파와 S 
파에 대한 총 반사계수는 각각의 프레넬 반사 계수를 이용하여 식 (B.2 a) - 































     (B.2 b) 
 
실험 장치에서 빛은 선형 편광 상태로 대물 렌즈에 입사되는데 해당 조건
에서 빛은 <그림 B.2> 과 같이 방위각(Azimuth Angle)을 따라 P 파와 S 파의 
성분이 동등한 비율로 만들어진다. 따라서 최종적으로 얻는 반사도는 동일한 
비율의 P 파와 S 파가 혼합되어 있는 결과물이라고 볼 수 있다. 이 경우의 프





























<그림 B. 2 대물렌즈의 방위각에 따른 P파 S파의 구분>4 
  
                                                          
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_equations 
4 Ye, Sang-Heon, et al. "Angle-resolved annular data acquisition method for 






Improvement of wavelength resolution in Imaging Spectroscopic 
Reflectometer using rotating-type filter and tunable aperture 
 
 
Due to the rapid progress of manufacturing technology, complex patterns emerged as 
important and critical components to meet the packaging and performance requirements of 
various devices. Therefore, our intention is not simply to measure thickness of a single spot, as is 
usually done in spectroscopic reflectometer and ellipsometer techniques; rather, our intention is to 
measure the volumetric thin film thickness profile. However, conventional imaging spectroscopic 
reflectometer, which is extensively used for measurement of volumetric thin film thickness, has 
poor robustness or insufficient wavelength resolution depending on system configuration. In this 
research, an improved version of imaging spectroscopic reflectometer is proposed in order to 
enable the measurement of the volumetric thin film thickness in a more reliable way. 
The limitation of the conventional imaging spectroscopic reflectometer is analyzed through 
simulation that can evaluate the effect of the wavelength resolution on measurement performance. 
Multi-reflectance method using rotating-type filter and tunable aperture is proposed for the 
purpose of improving the wavelength resolution. The wavelength resolution can be improved by 
synchronizing phases of the multiple reflectance signals from different incident angles induced by 
the tunable aperture. 
Experiments were carried out to evaluate the effect of the introduction of the multi-reflectance 
method on measurement performance. Multiple diameters of tunable aperture were designed to 
induce appropriate incident angles determined through simulation. By applying the proposed 
method to various specimen, improved wavelength resolution and numerical advancement of the 
measurement performance were obtained, verifying the validity of the proposed method.  
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